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(54)【発明の名称】 有機ＥＬパネル

(57)【要約】
【課題】  外部機器との接続信頼性の高い有機ＥＬパネ
ルを提供する。
【解決手段】複数の第１の電極２Ａに接続され基板１の
一部分集中して引き出し形成されてなる第１の端子群２
Ｂと、第２の電極５Ａに接続され第１の端子群２Ｂに所
定間隔をおいて基板１上に引き出し形成される第２の端
子２Ｃと、第１の端子群２Ｂまたは第２の端子群２Ｃの
うち少なくとも一方と隣り合うようにして形成され第
１，２の電極２Ａ，５Ａとは接続しないダミー端子２Ｄ
と、を備えてなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】透光性の基板上に、少なくとも一方が透光
性に形成される第１，第２の電極によって挟持され、少
なくとも発光層を含む有機ＥＬ層を配設してなる有機Ｅ
Ｌパネルであって、複数の前記第１の電極に接続され前
記基板の一部分集中して引き出し形成されてなる第１の
端子群と、前記第２の電極に接続され前記第１の端子群
に所定間隔をおいて前記基板上に引き出し形成される第
２の端子と、前記第１の端子群または前記第２の端子の
うち少なくとも一方と隣り合うようにして形成され前記
第１，２の電極とは接続しないダミー端子と、を備えて
なることを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】前記ダミー端子は、前記第１の端子群と前
記第２の端子との間に設けられてなることを特徴とする
請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】透光性の基板上に、透光性材料からなりラ
イン形状の複数の第１の電極と、少なくとも発光層を含
む有機層と、前記第１の電極と交差するライン形状の複
数の第２の電極とを順次形成してなる有機ＥＬパネルで
あって、それぞれの前記第１の電極に接続され前記基板
の一部分集中して引き出し形成されてなる第１の端子群
と、それぞれの前記第２の電極に接続され前記第１の端
子群に所定間隔をおいて前記基板上に引き出し形成され
る第２の端子群と、前記第１の端子群または第２の端子
群のうち少なくとも一方と隣り合うようにして形成され
前記第１，２の電極とは接続しないダミー端子と、を備
えてなることを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項４】前記第１の端子群と前記第２の端子群と
は、列状に設けられとともに、前記ダミー端子は、前記
第１の端子群と前記第２の端子群との間に設けられてな
ることを特徴とする請求項３に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項５】前記ダミー端子は、前記第１，２の端子群
と等間隔にて配設されてなることを特徴とする請求項３
または請求項４に記載の有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、少なくとも発光層
を有する有機層を２つの電極により、挟持した積層体を
透光性の基板上に配設してなる有機ＥＬ（エレクトロル
ミネッセンス）パネルに関し、特に、異方性導電膜を用
いて外部機器と接続する有機ＥＬパネルに好適に利用で
きる。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬパネルは、例えば、特開２００
１－１４２４３２号公報に示すように、ガラス基板等の
透光性絶縁支持基板上にＩＴＯ（インジウムチンオキサ
イド）等の導電性透明膜を用いた複数の第１の電極をス
トライプ状に形成し、この第１の電極の背面に有機層
（有機ＥＬ層）を形成し、この有機層の背面にアルミニ
ウム等の金属蒸着膜を用いたストライプ状の第２の電極
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を第１の電極に直交するように複数本形成し、これら第
１，２の電極とで前記有機層を挟持するドットマトリク
ス式のものがある。
【０００３】また、上述のような有機ＥＬパネルは、画
面に大型化や鮮明化が望まれており、これにともなっ
て、１つのパネルに対する電極がより多数配設される傾
向がある。また、これら多数設けられる電極は、駆動信
号を与えるために、駆動ドライバ等の外部機器と電気的
に接続される必要がある。
【０００４】そこで、有機ＥＬパネルの外部機器との接
続は、第１，第２の電極にそれぞれ接続される第１，第
２の端子群を前記透光性絶縁支持基板の端部に微小なピ
ッチにて列状に集中的に配設させ、この第１，第２の端
子群と銅箔の端子群を有するフレキシブルプリント基板
とを異方性導電膜を介して圧着接続させる接続工程にて
行うものがあった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述してなる有機ＥＬ
パネルは、透光性絶縁支持基板上に所定間隔をおいて配
設される導電性透明膜の端子群によってなる凹凸形状の
面と、フレキシブルプリント基板上に所定間隔おいて配
設される銅箔の端子群によってなる凹凸形状の面との間
に異方性導電膜を介在させ熱圧着を行うことで対向する
端子群同士が導通し、フレキシブルプリント基板に接続
される外部機器との電気的接続を図るものである。
【０００６】しかしながら、導電性透明膜にて集中して
形成される端子群のうち端に設けられた端子と異方性導
電膜との接続箇所は、熱膨張やフレキシブルプリント基
板の撓みによって、応力が集中することにより剥離が生
じて導通がはかれない虞れがあり、信頼性の乏しい接続
構造となってしまう問題があった。
【０００７】また、上述した第１の端子群と第２の端子
群との間に各端子群の微小なピッチに比べて大きな間隔
がある場合においても、前記第１の端子群と第２の端子
群との間に隣接する端子は、前述の端子群の端と同様に
導通がはかれない虞ががあり、信頼性の乏しい接続構造
となってしまう問題があった。
【０００８】そこで本発明は、上述した問題点に着目し
てなされたものであり、外部機器との接続信頼性の高い
有機ＥＬパネルを提供することを目的とするものであ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、本発明の有機ＥＬパネルは、請求項１に記載したよ
うに、透光性の基板上に、少なくとも一方が透光性に形
成される第１，第２の電極によって挟持され、少なくと
も発光層を含む有機ＥＬ層を配設してなる有機ＥＬパネ
ルであって、複数の前記第１の電極に接続され前記基板
の一部分集中して引き出し形成されてなる第１の端子群
と、前記第２の電極に接続され前記第１の端子群に所定
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間隔をおいて前記基板上に引き出し形成される第２の端
子と、前記第１の端子群または前記第２の端子のうち少
なくとも一方と隣り合うようにして形成され前記第１，
２の電極とは接続しないダミー端子と、を備えてなるこ
とを特徴とする。
【００１０】また、請求項２に記載したように、請求項
１に記載の有機ＥＬパネルにおいて、前記ダミー端子
は、前記第１の端子群と前記第２の端子との間に設けら
れてなることを特徴とする。
【００１１】また、本発明の有機ＥＬパネルは、請求項
３に記載したように、透光性の基板上に、透光性材料か
らなりライン形状の複数の第１の電極と、少なくとも発
光層を含む有機層と、前記第１の電極と交差するライン
形状の複数の第２の電極とを順次形成してなる有機ＥＬ
パネルであって、それぞれの前記第１の電極に接続され
前記基板の一部分集中して引き出し形成されてなる第１
の端子群と、それぞれの前記第２の電極に接続され前記
第１の端子群に所定間隔をおいて前記基板上に引き出し
形成される第２の端子群と、前記第１の端子群または第
２の端子群のうち少なくとも一方と隣り合うようにして
形成され前記第１，２の電極とは接続しないダミー端子
と、を備えてなることを特徴とする。
【００１２】また、請求項４に記載したように、請求項
３に記載の有機ＥＬパネルにおいて、前記第１の端子群
と前記第２の端子群とは、列状に設けられとともに、前
記ダミー端子は、前記第１の端子群と前記第２の端子群
との間に設けられてなることを特徴とする。
【００１３】また、請求項５に記載したように、請求項
３または請求項４に記載の有機ＥＬパネルにおいて、前
記ダミー端子は、前記第１，２の端子群と等間隔にて配
設されてなることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づき説明する。
【００１５】図１，図２において、有機ＥＬパネルは基
板１と、導電性透明膜２と、リブ３と、有機層（有機Ｅ
Ｌ層）４と、金属膜５とから主に構成される。
【００１６】基板１は、長方形形状の透明ガラス材から
なる電気絶縁性の支持基板である。
【００１７】導電性透明膜２は、ＩＴＯからなり、第１
の電極２Ａと、第１の端子群２Ｂと、第２の端子群２Ｃ
と、ダミー端子２Ｄとをスパッタリング法や蒸着法等の
手段を用いて基板１の一面側に略均一な厚みにて形成さ
れるものである。第１の電極２Ａは、表示領域６内にお
いて基板１の幅方向にライン状に形成されるとともに、
基板１の長手方向に対して一定の間隔をおいて列状に複
数形成されてなる。第１の端子群２Ｂは、各第１の電極
２Ａから基板１の一辺側の端部までそれぞれ連続して引
き出し形成され、所定のピッチにて列状に集中的に設け
られている。第２の端子群２Ｃは、後述する第２の電極
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の数に対応して形成されるもので、第１の端子群２Ｂの
形成位置である基板１の端部と同じ辺上に第１の端子群
２Ｂから所定間隔をおいて列状に集中的に設けられてい
る。また、第２の端子群２Ｃは、第１の端子群２Ｂのピ
ッチに近いピッチにて第１の端子群２Ｂとともに基板１
の一辺に沿って列状に配設されている。ダミー端子２Ｄ
は、第１の端子群２Ｂと第２の端子群２Ｃとのそれぞれ
両端に配設され、第１の端子群２Ｂと第２の端子群２Ｃ
との間には複数配設される。また、ダミー端子２Ｄは、
第１の端子２Ｂまたは第２の端子２Ｃと略同じの幅及び
ピッチにて形成されてなる。
【００１８】なお、これらのダミー端子２Ｄは、図３に
示すように、銅箔にて端子２０が印刷されたフレキシブ
ルプリント基板２１と、異方性導電膜２２を介して熱圧
着することにより接続される。また、異方性導電膜２２
は、熱圧着によって異方性導電膜２２中に設けられる導
電粒子（図示しない）が変形し、隣り合う端子間の絶縁
を保ちながら、対向する端子群２Ｂ，２Ｃの各端子同士
を導通しつつ接続状態とする。
【００１９】リブ３は、フェノール系の電気絶縁性材料
からなり、その断面が逆台形形状等のオーバーハング形
状となるようにフォトリソグラフィー法等の手段によっ
てパターン形成されてなるものである。また、リブ３
は、表示領域６内においてに基板の幅方向に対して所定
間隔をおいて、第１の電極２Ａと直交する方向（基板１
の長手法方向）に第２の電極５Ａを複数本形成するため
の電極区画部３Ａと、各電極区画部３Ａから表示領域６
外の基板１上に配設される第２の端子群２Ｃ近辺まで屈
曲しながら連続して形成されるリード区画部３Ｂとが設
けられている。
【００２０】有機層４は、少なくとも表示領域６内に正
孔注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層を蒸着法
等の手段によって順次積層形成してなるものである。ま
た、有機層４は、表示領域６において第１の電極２Ａ及
びリブ３上に形成されるものであるが、表示領域６内の
各電極区画部３Ａに覆われていない第２の電極２Ａの露
出部分上に積層されるものと、リブ３によって段切れし
リブ３の上面に積層されるものとに区分けされる。
【００２１】金属膜５は、アルミニウム（ＡＬ）やアル
ミリチウム（ＡＬ－Ｌｉ），マグネシウム銀（Ｍｇ－Ａ
ｇ）等の金属性の導電性材料にてスパッタリング法や蒸
着法等の手段により形成される。また、金属膜５は、有
機層４と同様にリブ３の厚み（段差）によって有機層４
上に積層されるものとリブ３上に積層されるものとに区
分けされるものであり、第２の電極５Ａと、リード５Ｂ
とが形成されてなる。第２の電極５Ａは、表示領域６内
においてリブ３を介して離間しながらライン状に有機層
４上に配設される。したがって、第２の電極５Ａは、第
１の電極２Ａと直交する方向に複数本平行に配設されマ
トリックス状になる。また、リード５Ｂは表示領域６外
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において各第２の電極５Ａに連続して形成され、電極区
画部３Ｂの屈曲箇所に対応して屈曲部５Ｃを有するとと
もに電極区画部３Ｂによって各第２の電極５Ａに対応す
る第２の端子群２Ｃまで区分けされながら導かれて第２
の端子群２Ｃの各端子と電気的に接続する。
【００２２】なお、表示領域６内においてマトリクス状
に形成された第１の電極２Ａと第２の電極５Ａとは、有
機層４を挟持するように設けられ、それぞれの電極２
Ａ，５Ａへ選択的に電源供給することによって、その交
差部分（発光部）に挟持された有機層４がドットとして
発光するように構成されている。
【００２３】以上のように、基板１上に、導電性透明膜
２と、リブ３と、有機層４と、金属膜５とが順次積層さ
れることにより積層体が形成される。また、この積層体
上には、外部の湿気等から遮断するための図示しない保
護膜または蓋体が設けられる。
【００２４】かかる構成による有機ＥＬパネルは、透光
性の基板１上に、透光性材料からなりライン形状の複数
の第１の電極２Ａと、少なくとも発光層を含む有機層４
と、第１の電極２Ａと交差するライン形状の複数の第２
の電極５Ａとを順次形成してなる有機ＥＬパネルであっ
て、それぞれの第１の電極２Ａに接続され基板１の一部
分集中して引き出し形成されてなる第１の端子群２Ｂ
と、それぞれの前記第２の電極５Ａに接続され第１の端
子群２Ｂに所定間隔をおいて基板１上に引き出し形成さ
れる第２の端子群２Ｃと、第１の端子群２Ｂまたは第２
の端子群２Ｃのうち少なくとも一方と隣り合うようにし
て形成され第１，２の電極２Ａ，５Ａとは接続しないダ
ミー端子２Ｄと、を備えてなることにより、各電極２
Ａ，５Ａと異方性導電膜２２との接続した場合、応力の
集中しやすい部分にダミー端子２Ｄが設けられることか
ら、異方性導電膜２２と第１，第２の端子群２Ｂ，２Ｃ
との接続強度を強固に保つことができるため、信頼性の
高い接続構造を有する有機ＥＬパネルとなる。
【００２５】また、第１の端子群２Ｂと第２の端子群２
Ｃとの間に間隔がある場合であっても、かかる有機ＥＬ
パネルのダミー端子２Ｄは、第１の端子群２Ｂと第２の
端子群２Ｃとの間に設けられてなることによって、第１
の端子群２Ｂと第２の端子群２Ｃとの短絡を防ぐととも
に、第１の端子群２Ｂと第２の端子群２Ｃとの間におけ
る凹凸形状を均一にすることができ、異方性導電膜２２
にて接続するものにおいて、応力の集中しない接続構造
とすることができる。したがって、異方性導電膜２２と
第１，第２の端子群２Ｂ，２Ｃとの接続強度を強固に保
つことができるため、信頼性の高い接続構造を有する有
機ＥＬパネルとなる。
【００２６】なお、ダミー端子２Ｄは、第１，２の端子*

6
*群２Ｂ，２Ｃと等間隔（同じピッチ）にて配設すること
により、異方性導電膜２２と第１，第２の端子群２Ｂ，
２Ｃとの接続強度をより均等に保つことができるため、
より接続信頼性の高い接続構造を有する有機ＥＬパネル
となる。
【００２７】なお、本発明の実施の形態による第２の電
極５Ａ及びリード５Ｂは、リブ３によって区分けされて
形成されたものを例に挙げて説明したが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、有機ＥＬパネルの積層構造
においては任意の構成であってもよく、例えば、リブ３
を設けずに上述した実施の形態の第２の電極５Ａ及びリ
ード５Ｂと同形状のものをパターンニング形成すること
もでき、上述した実施の形態と同様の効果が得られる。
【００２８】また、本発明の実施の形態では、第１，２
の電極２Ａ，５Ａが各々直交するマトリクス状に形成さ
れた電極を有する有機ＥＬパネルについて例に挙げて説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例
えば、第１の電極及び第２の電極が所定角度にて交差す
るものであってもよい。また、本発明は、透光性の基板
上に、少なくとも一方が透光性に形成される第１，第２
の電極によって挟持され、少なくとも発光層を含む有機
ＥＬ層を配設してなる有機ＥＬパネルであれば適応で
き、例えば、発光部が文字，記号，所望の図形、または
日の字型となる所謂セグメント式のものであってもよ
く、上述した実施の形態と同様の効果が得られる。
【００２９】
【発明の効果】本発明は、透光性の基板上に、少なくと
も一方が透光性に形成される第１，第２の電極によって
挟持され、少なくとも発光層を含む有機ＥＬ層を配設し
てなる有機ＥＬパネルであって、外部機器との接続信頼
性の高い有機ＥＬパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態における有機ＥＬパネル
の分解斜視図。
【図２】  同上の表示領域内の有機ＥＬパネルを示す断
面図。
【図３】  同上のフレキシブルプリント基板との接続状
態を示す断面図。
【符号の説明】
１    基板
２    導電性透明膜
２Ａ  第１の電極
２Ｂ  第１の端子群
２Ｃ  第２の端子群
２Ｄ  ダミー端子
４    有機層（有機ＥＬ層）
５Ａ  第２の電極
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